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SANDISK OPTIMUS GX PRO 8100 8TB SSD HEATSINK

B Cena celkem: 90 279 K¢
(bez DPH: 74 611 K¢)

Bézna cena: 99 307 K¢

USetfite: 9 028 K¢

Kdd zbozi: SSDSAN2017

Part No.: SDSP82800TAH-000E0Q

Zaruka: 60 més.

Stav: Nové zbozi

Popis

SANDISK Optimus GX PRO 8100 8 TB SSD Heatsink

Spickovy PCle 5.0 NVMe SSD s hlinikovym chladi¢em pro maximalni vykon pfi naroénych ulohéach.

SANDISK Optimus™ GX PRO 8100 je M.2 2280 NVMe™ SSD s rozhranim PCle® 5.0 x4, ktery nabizi prilomové sekvenéni
rychlosti ¢tenf a zépisu az 14 900/14 000 MB/s (model 8 TB). Disk je vybaven integrovanou technologii SANDISK®
nCache™ 4.0 pro optimalizaci prenost velkych soubor( a dosahuje nahodnych rychlosti az 2,2M/2,4M IOPS, co? zajistuje
plynuly multitasking a rychlou odezvu systému.

S velkorysou kapacitou 8 TB postavenou na 8. generaci SANDISK® BiCS TLC 3D CBA NAND poskytuje dostatek prostoru
pro rozsahlé herni knihovny, Al datasety a velké digitalni projekty. Nizkooprofilovy eloxovany hlinikovy chladi¢ s
programovatelnym RGB LED zajistuje az 5,5x delsi udrzitelny vykon pri intenzivnim zatizeni. Disk je navrzen pro naroc¢né
workstation, Al pocitace, herni a tvaréi PC s kompatibilnim M.2 2280 slotem.



o Extrémni sekvenéni rychlosti Cteni/zépisu az 14 900/14 000 MB/s diky PCle® 5.0 x4 rozhrani




Vysoké nahodné rychlosti az 2,2M/2,4M IOPS pro plynuly béh Al aplikaci a naro¢nych her
Velkorysa kapacita 8 TB na kompaktnim M.2 2280 formatu s 8. generaci BiCS TLC 3D CBA NAND
Integrovana technologie SANDISK® nCache™ 4.0 pro rychlé prenosy velkych soubord

Hlinikovy chladi¢ s programovatelnym RGB LED pro az 5,5x delSi udrzitelny vykon

Vysokd odolnost 4 800 TBW pro naro¢né pracovni zatéze jako tvorba obsahu a Al editace
Podpora TCG Opal 2.02 pro Sifrovani dat v klidu a zpétna kompatibilita s PCle® 4.0/3.0/2.0
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Pokrocilé chlazeni pro intenzivni pracovni zatéze

Nizkooprofilovy hlinikovy chladi¢ s eloxovanou Upravou efektivné odvadi teplo a umoziuje az 5,5% delsi udrzitelny vykon ve
srovnani s verzi bez chladiée pfi teploté okoli 60 °C. Programovatelné RGB LED osvétleni umoziuje pfizplsobit vzhled
vasemu PC sestavé.

Navrzeno pro write-intensive aplikace
S vydrzi 4 800 TBW je disk pripraven zvladnout nejnarocnéjsi pracovni zatéze véetné védeckych a financ¢nich simulaci, 3D
modelovani a Al produkénich workflow. Stfedni doba do poruchy (MTTF) dosahuje az 1,75 milionu hodin.

Kompatibilita a software
Disk je zpétné kompatibilni s PCle® 4.0 x4/x2/x1, 3.0 x4/x2/x1 a 2.0 x4/x2/x1. K dispozici je software SANDISK® Dashboard
pro Windows® a Acronis® True Image™ pro SANDISK® pro zalohovani dat.
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*SANDISK Optimus™ GX PRO 8100 S50 (278 miodel) with heatsinktakes up 1o 5.5 times longer to throttle compared o the noR-Rgatsink modsl st BOC ambeent temperature.
Based on internal testing; performance may vary depending upon host dewce, usage conditions, drive capacity, and other factors » A . e
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ZAKLADNI SPECIFIKACE




Kapacita: 8 TB

Format: M.2 2280-D5-M

Rozhrani: PCle® 5.0 x4, NVMe™ 2.0

Technologie: SanDisk 3D TLC NAND, nCache 4.0, DRAM cache
Chlazeni: integrovany chladi¢ (Heatsink)

Rychlost cteni/zapis: az 14 900/ 13 200 MB/s

Nahodné ¢teni/zapis: az 2,2M / 2,4M IOPS

Prumérna spotieba: 7,1 W (pfi ¢teni), 7,3 W (pfi zépisu), 5 mW (v rezimu spanku)
Zivotnost a spolehlivost: 4 800 TBW, MTTF 1,75M hodin
Zabezpeceni: TCG OPAL 2.02

Rozméry: 80 x 25 x 11,25 mm

Hmotnost: 30,4 g



